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Logic Die PHY

Package Substrate

4-Hi stacked HBM DRAM with Logic Die

Interposer

GPU/CPU/SoC
DieTSV

I/Fをエッジに設けて
DRAMスタックと
GPU/CPUの間の配
線長を最短にする

TSV接続のDRAMス
タック。最大で4また
は8ダイを積層

PHY
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